Die meisten ICs sind kompakte, hoch integrierte
Halbleiter, die mit hochster Prazision hergestellt werden. Diese
finden Verwendung in den verschiedensten Applikationen wie
in Notebooks/Computern, Mobiltelefonen, Flachbildschirmen.
Die Siliziumoxid-Schichten der ICs sind sehr dinn und anfallig
flr elektrostatische Entladungen (ESD). Designer tragen das
Risiko, dass ohne geeignetes Schutzbauelement eine instabile
Performance, eine Beschadigung oder unter Umstanden
einen Totalausfall des integrierten Schaltkreises die Folge sein
kann. Deshalb empfiehlt es sich, die Anschliisse und ESD-
anfalligen Bestandteile einer Anwendung mit einem ESD-Schutz
auszuriisten, um Gerdteschaden zu vermeiden.

Die Schutzbauelemente der EGA AM Serie des Herstellers INPAQ
bieten diesen ESD-Schutz, ohne die urspringliche Schaltung
stark zu beeinflussen. Im ungenutzten Zustand weisen sie einen
hohen Widerstand auf. Schnelle Reaktionszeiten (<1ns), geringe
Klemmspannungen (30V), geringe Leckstrome (<0.01pA), und
eine sehr geringe Kapazitat (0.2 pF) sind einige Hauptmerkmale.
Héufig wird der ESD-Schutz erst in der letzten Phase des
Systemdesign berlcksichtigt. Designer bendtigen dann die
Flexibilitat, eine ESD-Schutzkomponente zu selektieren, die das
Leiterplatten-Layout nicht beeintrdchtigt und keine zusétzliche
Leiterplattenflache bendtigt, INPAQs ESD-Losungen ermoglichen
es Entwicklern, ESD-Komponenten in der Endphase eines
Designs ohne groBe Anderung des Board-Layouts hinzuzufligen.

PERFORMANCE

Rated voltage max. V,, [V]

Leakage current | [pA]

Peak voltage V, V]

Trigger voltage V. [V]

Clamping voltage V. [V]

Capacitance @ 1 MHz G, [pF]

Response time [ng]

ESD voltage capability, IEC 61000-4-2 Contact discharge mode
ESD voltage capability, IEC61000-4-2 Air discharge mode

ESD withstand pulses [pulses]
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AEC-Q200 QUALIFIZIERTE ESD-SCHUTZBAUELEMENTE / EGA AM SERIE

Neben den Standardkomponenten bietet INPAQ nun neue
AEC-Q200 qualifizierte Produkte, die EGA AM Serie, fur die
Anwendung im Automobilbereich.

Die EGA-Bauelemente schiitzen Antennenschaltungen und
HF-Module sowie USB-, HDMI- und DVI-Schnittstellen. Sie
werden in verschiedenen Versionen angeboten, um eine Vielzahl
von Leiterplattendesigns zu unterstitzen und die Anwendung
bestmaoglich vor ESD-Ereignissen zu schiitzen.

EIGENSCHAFTEN

»  AEC-Q200 qualifiziert

»  RoHS konform

»  Entspricht Standard IEC61000-4-2 Stufe 4

»  Extrem schnelle Reaktionszeit (<1 ns)

»  Extrem niedrige Kapazitat (0.2 pF typ.)

»  Extrem geringer Leckstrom

»  Bi-direktional

»  ESD Festigkeit: > 1000 Impulse

»  Verflighare Bauformen: 0402 und 0603

»  Betriebstemperaturbereich: -55°C ... +125°C
»  Lagertemperaturbereich:  -55°C ... +125°C

BESTELLBEZEICHNUNG
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: ESDGUARD Series

: Single element

* Chip size, EIA0402, EIA 0603

: Max rated voltage,VDC

:"AM" : Model Code (Meet AECQ-200)
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: Suffix for Special Code

V12 V24 V05 V12 V24
12 24 5 12 24
0.01 0.01
300 typ. 300 typ.
300 typ. 300 typ.
30 typ. 30 typ.
0.2 typ. 0.2 typ.
<1 <1
8 kV typ. 8 KV typ.
15 KV typ. 15 KV typ.
1000 typ. 1000 typ.

Fiir weitere Informationen ist zusténdig: Hr. Kiraly - Tel. +49(0)7452-6007- 63 - e-mail: m.kiraly@endrich.com



